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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国集成电路标准化技术委员会(SAC/TC599)归口。
本文件起草单位:哈尔滨工业大学、合肥工业大学、中国电子技术标准化研究院。
本文件主要起草人:肖立伊、付方发、王永生、王进祥、来逢昌、尹勇生、杜高明、罗晓羽、李锟。
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知识产权(IP)核保护指南

1 范围

本文件给出了几种知识产权(IP)核保护方案和策略,主要包括法律保护手段、技术保护手段和探测

跟踪手段。
本文件适用于IP核提供者和IP核使用者参照选择适合的IP核保护和管理方案。本文件不涉及

IP核设计流程中要使用到的电子设计自动化(EDA)工具的保护。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
知识产权核 intellectualpropertycore;IPcore
事先定义,经过验证、可重复使用的和能够完成某些功能的组件。

  注:以下简称IP核。IP核在集成电路行业又称为硅知识产权SIP(SiliconIntellectualProperty)。IP核的形态为软

IP核、固IP核和硬IP核。

[来源:GB/T43452—2023,3.1,有修改]

3.2 
软IP核 softIPcore
利用Verilog或VHDL等硬件描述语言,依照所制定的规则,将系统所需要的功能写成的寄存器

传输级RTL(RegisterTransferLevel)文件。

3.3 
固IP核 firmIPcore
已经在结构和拓扑方面通过布局布线或者利用一个通用工艺库对性能和面积进行了优化的组件。

  注:通常包括可综合的RTL文件、参考工艺库、详细的布局和完整或部分网表。当是一个完整的网表时,就是已插

入了测试逻辑并且测试列表也包含在设计里了。固IP核不包括布线。

3.4 
硬IP核 hardIPcore
在固IP核的基础上,进行功耗、面积和性能的优化并映射到一个特定的工艺。

  注:一般表示为GDSⅡ形式。

3.5 
IP核提供者 IPcoreprovider
在IP核交易过程中创建和提供IP核的实体。

  注:IP核提供者将提供IP核的相关信息和服务。

[来源:GB/T43452—2023,3.2]
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